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Abstract (en)
Plasma surface treatment process comprises plasma coating a substrate (S1) in a treatment chamber (1) while pre-treating the next substrate (S2)
outside the chamber. An Independent claim is also included for equipment for carrying out the above process, comprising an evacuated treatment
chamber (1) containing a plasma spray unit (10) and one or more pretreatment chambers (2, 3) containing a plasmatron (20, 30).

Abstract (de)
Eine Einrichtung zur Plasma-Oberflächenbehandlung von Substraten (S1, S2) weist eine evakuierbare Behandlungskammer (1) sowie zwei
angrenzende Vorkammern (2, 3) auf. Beide Vorkammern (2, 3) sind mit je einem Plasmatron (20, 30) bestückt. Währenddem ein erstes Substrat
(S1) in der Behandlungskammer (1) plasmabeschichtet wird, wird in der linken Vorkammer (2) gleichzeitig ein nachfolgend zu beschichtendes
zweites Substrat (S2) mittels des Plasmatrons (20) vorbehandelt. Dazu wird das zweite Substrat (S2) wechselweise vom Plasmatron (20) erhitzt und
gereinigt, wobei das zweite Substrat (S2) zur Reinigung als Kathode geschaltet und ein vom Plasmatron (20) auf das Substrat (S2) übertragener
Lichtbogen erzeugt wird. Mit einem derartigen Verfahren bzw. einer derartigen Einrichtung kann der Durchsatz massgeblich gesteigert werden,
wobei die Schichtqualität höchsten Anforderungen genügt. <IMAGE>
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